longFang- - LS
Solder Paste =

"We Create Connection”

Kiresel Standartlarda Birlegsim Teknolojisi

Bir elektronik devre, baglantilari kadar gugludur. 1997'den beri lehimleme teknolojilerine
liderlik eden TongFang, yuksek guvenilirlik gerektiren endustriler i¢in gelistirdigi yeni nesil

krem lehim serisini sunar. Dinya genelinde 80'den fazla tlkede, 1.000'den fazla galisaniyla

gelistirdigi bu Grun, sadece bir sarf malzemesi degil, Gretim kalitenizin garantisidir.

Savunma Sanayi

Aydlnlatma Elektronigi

Hassas Elektronik Montajl ic,:in iIeri Teknoloji Krem Lehimler

Uriin Sec¢im Kilavuzu: Alasim ve Teknoloji

Ozellik TF50 Serisi (Klasik Glig)  TF239 Serisi (Yeni Nesil) TF239 (Gelecegin
Teknolojisi)

Teknoloji Sinifi Kursunlu (Leaded) SMT  Kursunsuz (Lead-Free) &  Kursunsuz (Lead-Free)

Halojensiz
Alasim Tipi Sn63 / Pb37 Sn99 / Ag0.3/Cu0.7  Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5/
Ni
Erime Noktasi 183°C (Otektik) 217°C (DSC Peak) 217°C-221°C
Kritik Avantaj Yiiksek i1slanabilirlik ve  ince hat (Fine-pitch) baski  180um ince Hat (Fine
oksidasyon direnci ve Sifir Halojen Pitch)

Toz Boyutu (Mesh) T4 (20-38 um) T4 (20-38 pm) T4 (20-38 um)



Surec Verimliligi: "Sifir Hata" Performansi

Performans
Kriteri

Sablon Omrii
(Stencil Life)

Viskozite
Kararliligi

Bosluk
(Voiding)

Performansi

Baski Bekleme
Suresi

Temizlik
ihtiyaci

Isi Profil: (Reflow) Penceresi

TF50 (Sn63Pb37)

> 8 Saat

190 + 30 Pa.S

En aza indirilmis

30-60 Dakika

Standart

Profil Parametresi

On Isitma (Pre-heat)

Pik Sicaklik (Peak Temp)

Sivilagma Siiresi (TAL)

Sogutma Hizi

TF239 (SAC307+Ni)

> 8 Saat

150 + 30 Pa.S

IPC7095 Sinif 1l
Uyumu

30-60 Dakika

No-Clean
(Temizleme
Gerektirmez)

TF50 (Kursunlu)
120-160°C (60-120 sn)
210°C - 230°C
30-90 saniye

0.5-8°C/sn

TF239 (SAC305)

> 8 Saat

150 + 30 Pa.S

IPC7095 Sinif 1l
Uyumu

30-60 Dakika

No-Clean
(Temizleme
Gerektirmez)

Avantaj

Vardiya boyunca
macun
degistirmeden

kesintisiz tretim.

TF239, ince hatli
(fine pitch)
baskilarda daha
akiskan ve hassas
dolum / TF50,

mekanik dayanim

BGA ve QFN gibi
hassas
komponentlerde
maksimum baglant

glivenligi.

Hat duruslarinda
lehimin kurumamasi

sayesinde fire azalir.
islem sonrasi
temizligi
kolaylastirr.

TF239 Serisi (Kursunsuz)

150-200°C (60-120 sn)

235°C - 255°C

>40 saniye

0.5-8°C/sn



Bilimle Desteklenen Kalite

CNAS Sertifikali Laboratuvar: Uluslararasi gecerlilige sahip test ve analiz
merkezi.

Sertifikasyonlar:
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e |IATF 16949 (Otomotiv Kalite Yonetimi) N1/ N2

e GJB9001C-2017 (Askeri Standart)

e 1S09001 & 1SO14001 @

Standartlar: IPC-TM-650, JIS ve GB standartlarina
tam uyum ve standart hazirlama katilimcisi. C 1PC

“Bir Elektronik Devre, Ancak Baglantilari Kadar Gugluddr.”

Devlerin Cozim Ortagiyiz
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Numune talebi ve teklif i¢in bizimle iletisime gegin.
Gelecegi birlikte lehimleyelim.

SME



